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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　チップ状のＬＥＤが実装された基板と；
　ＬＥＤを点灯させる点灯装置と；
　外周部、および外周部の内側で外周部の上下方向の中間に基板取付部を有し、基板取付
部の下部側に基板が熱的に接触して取り付けられ、外周部の上部側のみに放熱フィンが設
けられ、外周部の下部側が基板取付部の基板が取り付けられる部位よりも下側に突出して
設けられ、最外径Ｄが８０～１５０ｍｍ、高さｈが５～２５ｍｍの略円筒状で、総入力電
力Ｗあたりの外周面の面積である２π（Ｄ／２）ｈ／Ｗが２００～８００ｍｍ2／Ｗの範
囲である金属製カバーと；
　金属製カバーの上部側で外周部の内側に嵌合され、金属製カバーとの間に点灯装置を配
設する口金側空間部が形成された口金と；
　を具備していることを特徴とするランプ装置。
【請求項２】
　基板には、チップ状のＬＥＤが金属製カバーの中心点を中心として周方向に複数個実装
されているとともに、ＬＥＤの中心が金属製カバーの最外縁から中心側に（Ｄ／２）／３
以上離れ、かつ金属製カバーの中心から外縁側に（Ｄ／２）／４以上離れた範囲内に実装
され、
　点灯装置は、総入力電力Ｗが５～２０Ｗの範囲で、基板に実装されたＬＥＤを点灯させ
る
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　ことを特徴とする請求項１記載のランプ装置。
【請求項３】
　内部温度を感知する感温素子を具備し、
　点灯装置は、感温素子が感知する内部温度に応じてＬＥＤへの出力を制御することを特
徴とする請求項１または２に記載のランプ装置。
【請求項４】
　請求項１ないし３いずれか一に記載のランプ装置を具備している
　ことを特徴とする照明器具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光源としてＬＥＤを用いるランプ装置および照明器具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、例えばＧＸ５３形の口金を用いたランプ装置がある。このランプ装置は、一般的
に、扁平状で、その上面側にＧＸ５３形の口金が設けられ、下面側には口金とは別体であ
って光源として平面形の蛍光ランプが配置される金属製カバーが配置され、口金の内部に
蛍光ランプを点灯させる点灯回路が収容されている。そして、蛍光ランプの点灯で生じる
熱が金属製カバーから外部に放熱され、点灯回路などへの熱的影響を抑制している（例え
ば、特許文献１参照。）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００８－１４０６０６号公報（第５－９頁、図１－３）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ランプ装置の点灯時には光源が発熱するため、放熱が必要である。特に、光源として、
放電ランプより発熱量が大きいＬＥＤを用いた場合、十分な放熱が行われないと、ＬＥＤ
自体の温度が高くなることで、ＬＥＤが熱劣化して短寿命の原因となるため、十分な放熱
性が必要となる。
【０００５】
　ＧＸ５３形の口金を用いたランプ装置では、光源として蛍光ランプが用いられていたが
、単純に蛍光ランプに代えてＬＥＤを用いただけでは十分な放熱性が確保できない問題が
ある。また、単にランプ装置からの放熱性を高めた設計を行うと、装置全体が大形化して
しまう問題がある。
【０００６】
　本発明は、このような点に鑑みなされたもので、光源としてＬＥＤを用いる場合に、適
切なＬＥＤと金属製カバーとの関係を規定できるランプ装置および照明器具を提供するこ
とを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　請求項１に記載のランプ装置は、チップ状のＬＥＤが実装された基板と；ＬＥＤを点灯
させる点灯装置と；外周部、および外周部の内側で外周部の上下方向の中間に基板取付部
を有し、基板取付部の下部側に基板が熱的に接触して取り付けられ、外周部の上部側のみ
に放熱フィンが設けられ、外周部の下部側が基板取付部の基板が取り付けられる部位より
も下側に突出して設けられ、最外径Ｄが８０～１５０ｍｍ、高さｈが５～２５ｍｍの略円
筒状で、総入力電力Ｗあたりの外周面の面積である２π（Ｄ／２）ｈ／Ｗが２００～８０
０ｍｍ2／Ｗの範囲である金属製カバーと；金属製カバーの上部側で外周部の内側に嵌合
され、金属製カバーとの間に点灯装置を配設する口金側空間部が形成された口金と；を具
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備しているものである。
【０００８】
　基板は、例えば、平板状で、チップ状のＬＥＤが搭載される一面と、金属製カバーに熱
的に接触可能な他面とを有していればよい。
【０００９】
　点灯装置は、どこに配置されていても構わない。
【００１０】
　金属製カバーは、例えば、アルミニウムなどの熱伝導に優れた金属製で略円筒状に形成
されており、基板の他面側が面接触して熱的に接触する基板取付部が形成されていても構
わない。金属製カバーの外周面部は、直径方向の断面形状が傾斜していたり、曲面形状を
有していても構わない。また、金属製カバーの外周面部には放熱性の向上のために複数の
フィンが設けられていたり、その内側と連通可能な連通孔が形成されていても構わない。
【００１１】
　金属製カバーの最外径Ｄは、８０～１５０ｍｍ、好ましくは８５～１００ｍｍであり、
これらの範囲より小さいと十分な放熱面積が確保されず、これらの範囲より大きいと装置
が大形化してしまう。
【００１２】
　金属製カバーの高さｈは、５～２５ｍｍで、好ましくは１０～２０ｍｍであり、これら
の範囲より薄いと十分な放熱面積が確保されず、着脱操作もしにくくなり、これら範囲よ
り厚いと薄形化を実現できない。
【００１３】
　金属製カバーは、総入力電力Ｗあたりの外周面の面積である２π（Ｄ／２）ｈ／Ｗが２
００～８００ｍｍ2／Ｗの範囲である。この外周面の面積は見かけ上の表面積であればよ
く、外周面の断面形状が傾斜したテーパ形状や放熱フィンが形成されるなどによって実際
の表面積が大きくなっている場合であっても、見かけ上の表面積で定義される。２００ｍ
ｍ2／Ｗより小さいと十分な放熱性能が得られず、８００ｍｍ2／Ｗより大きいと装置が大
形化してしまう。
【００１４】
　なお、例えば、ＧＸ５３形などの口金や、ＬＥＤの光を制光する反射体や、ＬＥＤを覆
う透光性を有するカバーなどを備えていてもよいが、本発明の必須の構成ではない。
【００１５】
　請求項２に記載のランプ装置は、請求項１に記載のランプ装置において、基板には、チ
ップ状のＬＥＤが金属製カバーの中心点を中心として周方向に複数個実装されているとと
もに、ＬＥＤの中心が金属製カバーの最外縁から中心側に（Ｄ／２）／３以上離れ、かつ
金属製カバーの中心から外縁側に（Ｄ／２）／４以上離れた範囲内に実装され、点灯装置
は、総入力電力Ｗが５～２０Ｗの範囲で、基板に実装されたＬＥＤを点灯させるものであ
る。
【００１６】
　金属製カバーは、例えば、アルミニウムなどの熱伝導に優れた金属製で略円筒状に形成
されており、基板の他面側が面接触して熱的に接触する基板取付部が形成されていても構
わない。ここで、「略円筒状」とは、四角柱や五角柱などの多角柱形状や円錐台形状を含
むという意味であるが、好適には八角柱以上の多角柱形状または円筒形状である。金属製
カバーの外周面部は、直径方向の断面形状が傾斜していても構わない。また、金属製カバ
ーの外周面部には放熱性の向上のために複数のフィンが設けられていたり、その内側と連
通可能な連通孔が形成されていても構わない。金属製カバーの最外径Ｄは、８０～１５０
ｍｍ、好ましくは８５～１００ｍｍであり、これら範囲より小さいと十分な放熱面積が確
保されず、これら範囲より大きいと大形化してしまう。
【００１７】
　基板は、例えば、平板状で、チップ状のＬＥＤが搭載される一面と、金属製カバーに熱
的に接触可能な他面とを有していればよい。金属製カバーの中心点を中心として周方向に
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複数個実装されるＬＥＤの数は２個以上であればいくつでも構わないが、本発明では５個
以上のＬＥＤが搭載されている場合に、より好適となる。
【００１８】
　ＬＥＤの中心が金属製カバーの最外縁から中心側に（Ｄ／２）／３以上離れ、かつ金属
製カバーの中心から外縁側に（Ｄ／２）／４以上離れた範囲内に実装されており、この範
囲より金属製カバーの中心側であると、ＬＥＤ同士の距離が短くなることから互いの熱影
響によってＬＥＤの温度が上昇しやすく、また、金属製カバーの外縁との距離が長く放熱
性が低下して十分な放熱性能が得られない。また、この範囲より金属製カバーの外縁側で
あると、放熱的には有利だが、金属製カバーの中心部の輝度が低下することによってラン
プ装置としての輝度むらが発生しやすくなる。
【００１９】
　点灯装置は、どこに配置されていても構わないが、好適にはランプ装置内に収容される
。
【００２０】
　なお、例えば、ＧＸ５３形などの口金や、ＬＥＤの光を制光する反射体や、ＬＥＤを覆
う透光性を有するカバーなどを備えていてもよいが、本発明の必須の構成ではない。
【００２１】
　請求項３に記載のランプ装置は、請求項１または２に記載のランプ装置において、内部
温度を感知する感温素子を具備し、点灯装置は、感温素子が感知する内部温度に応じてＬ
ＥＤへの出力を制御するものである。
【００２２】
　感熱素子は、基板側や点灯装置の近傍など、いずれの位置に配置しても構わない。
【００２３】
　点灯装置は、例えば、感温素子が感知する内部温度が予め設定された基準温度より低け
れば所定の出力でＬＥＤを点灯させ、基準温度より高ければ所定の出力より低い出力でＬ
ＥＤを点灯させる。
【００２４】
　請求項４に記載の照明器具は、請求項１ないし３いずれか一に記載のランプ装置を具備
しているものである。
【００２５】
　照明器具は、器具本体、ランプ装置を装着するソケット装置などを備えていても構わな
い。
【発明の効果】
【００２６】
　請求項１に記載のランプ装置によれば、チップ状のＬＥＤが実装された基板が熱的に接
触する金属製カバーを用い、この金属製カバーを、最外径Ｄが８０～１５０ｍｍ、高さｈ
が５～２５ｍｍの略円筒状で、総入力電力Ｗあたりの外周面の面積である２π（Ｄ／２）
ｈ／Ｗが２００～８００ｍｍ2／Ｗの範囲とするため、光源としてＬＥＤを用いる場合に
必要な放熱性を確保できるとともに、大形化することがなく、適切なＬＥＤと金属製カバ
ーとの関係を規定できる。
【００２７】
　請求項２に記載のランプ装置によれば、請求項１に記載のランプ装置の効果に加えて、
ＬＥＤを金属製カバーの中心点を中心として周方向に複数個実装するとともに、ＬＥＤの
中心が金属製カバーの最外縁から中心側に（Ｄ／２）／３以上離れ、かつ金属製カバーの
中心から外縁側に（Ｄ／２）／４以上離れた範囲内に実装し、総入力電力Ｗが５～２０Ｗ
の範囲で基板に実装されたＬＥＤを点灯させるため、光源としてＬＥＤを用いる場合に必
要な放熱性を確保できるとともに、大形化することがなく、さらに輝度むらの発生も抑え
ることができ、適切なＬＥＤと金属製カバーとの関係を規定できる。
【００２８】
　請求項３に記載のランプ装置によれば、請求項１または２に記載のランプ装置の効果に
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加えて、感温素子が感知する内部温度に応じてＬＥＤへの出力を制御するため、異常に温
度上昇するのを防止し、ＬＥＤの寿命を長くできる。
【００２９】
　請求項４に記載の照明器具によれば、ランプ装置が長寿命で、小形化も可能な照明器具
を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】本発明の第１の実施の形態を示すランプ装置の断面図である。
【図２】同上ランプ装置の透光性カバー側から見た正面図である。
【図３】同上ランプ装置の分解状態の斜視図である。
【図４】同上ランプ装置およびソケット装置の斜視図である。
【図５】同上ランプ装置の特性を示すグラフであって、(a)はランプ装置への総入力電力
あたりの金属製カバーの外周面の面積とＬＥＤの相対温度との関係を示すグラフ、(b)は
ＬＥＤの配置位置とＬＥＤの相対温度との関係を示すグラフである。
【図６】第２の実施の形態を示すランプ装置の断面図である。
【図７】第３の実施の形態を示すランプ装置の断面図である。
【図８】第４の実施の形態を示すランプ装置の断面図である。
【図９】第５の実施の形態を示し、(a)はランプ装置を器具本体に取り付ける過程の断面
図、(b)はランプ装置を器具本体に取り付けた断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００３１】
　以下、本発明の実施の形態を、図面を参照して説明する。
【００３２】
　図１ないし図４に第１の実施の形態を示し、図１はランプ装置の断面図、図２はランプ
装置の透光性カバー側から見た正面図、図３はランプ装置の分解状態の斜視図、図４はラ
ンプ装置およびソケット装置の斜視図である。
【００３３】
　図４に示すように、照明器具は、例えばダウンライトなどの図示しない器具本体、この
器具本体に取り付けられるソケット装置11、このソケット装置11に装着される扁平状のラ
ンプ装置12を備えている。なお、以下、これらの上下方向などの方向関係は、ランプ装置
12を水平に取り付ける状態を基準として、ランプ装置12の一面側である口金側を上側、他
面側である光源側を下側として説明する。
【００３４】
　ソケット装置11は、ＧＸ５３形口金に対応しているもので、絶縁性を有する合成樹脂製
で円筒状のソケット装置本体21を有し、このソケット装置本体21の中央には挿通孔22が上
下方向に貫通形成されている。
【００３５】
　ソケット装置本体21の下面には、ソケット装置本体21の中心に対して対称位置に、一対
のソケット部24が形成されている。これらソケット部24には、接続孔25が形成されている
とともに、この接続孔25の内側に電源供給する図示しない受金が配置されている。接続孔
25は、ソケット装置本体21の中心に対して同心円となる円弧状の長孔であり、この長孔の
一端には拡径部26が形成されている。
【００３６】
　また、図１ないし図３に示すように、ランプ装置12は、上面側に配置される口金31、こ
の口金31を上面側に取り付ける金属製カバー32、この金属製カバー32の下面側に熱的に接
触して取り付けられるＬＥＤモジュール基板である基板33、基板33を介在して金属製カバ
ー32に取り付けられる反射体34、金属製カバー32の下面を覆って取り付けられるグローブ
である透光性カバー35、および口金31内に配置される点灯装置36を備え、これら各部品は
高さ方向の寸法が小さい薄形に形成されている。
【００３７】
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　口金31は、例えば、ＧＸ５３形の口金構造が採用されており、絶縁性を有する合成樹脂
製の口金ケース38、この口金ケース38の上面から突出する一対のランプピン39を備えてい
る。この口金31の外径は７０～７５ｍｍ程度である。
【００３８】
　口金ケース38は、平盤状であって円盤状（環状）の基板部40、この基板部40の上面中央
から上方へ突出する円筒状の突出部41、基板部40の周辺部から下方へ突出する環状の嵌合
部42とが一体に形成されている。基板部40には、一対のランプピン39を取り付ける一対の
取付ボス43、および複数の挿通孔44が形成されている。そして、嵌合部42が金属製カバー
32に嵌合され、図示しない複数のねじが基板部40の外側から各挿通孔44を通じて金属製カ
バー32に螺着されることにより、口金ケース38が金属製カバー32に固定されている。
【００３９】
　一対のランプピン39は、ランプ装置12の中心に対して対称位置で、口金ケース38の基板
部40の上面から突出されている。ランプピン39の先端部には径大部45が形成されている。
そして、各ランプピン39の径大部45をソケット装置11の各接続孔25の拡径部26から挿入し
、ランプ装置12を所定角度であって例えば１０°程度回動させることにより、ランプピン
39が拡径部26から接続孔25に移動し、ランプピン39が接続孔25の内側に配置される受金に
電気的に接続されるとともに、径大部45が接続孔25の縁部に引っ掛かり、ランプ装置12が
ソケット装置11に保持される。
【００４０】
　また、金属製カバー32は、例えば、アルミニウムなどの熱伝導性に優れた金属材料にて
扁平な略円筒状に一体形成されており、略円筒形をなす外周部47が形成され、この外周部
47には口金側である上部側略半分の領域に複数の放熱フィン48が形成されている。
【００４１】
　外周部47の内側には上下方向の中間に円板状の基板取付部49が形成され、この基板取付
部49により仕切られて、金属製カバー32の上面側に口金ケース38の嵌合部42が嵌合される
口金側空間部50が形成され、下面側に基板33および反射体34などが配置される光源側空間
部51が形成されている。基板取付部49の中心部には、反射体34をねじ止めするための取付
孔49aが形成されている。この取付孔49aには基板取付部49の口金ケース38側から取付ねじ
52が挿通され、この取付ねじ52が反射体34の中心部に螺着されて反射体34を固定する。反
射体34の内側形状との嵌合によって位置決めされた基板33は、反射体34によって挟み込む
ようにして固定され、基板取付部49に当接されている。また、基板取付部49には基板33と
点灯装置36とをリード線で接続するための配線孔49bが形成されている。
【００４２】
　金属製カバー32の外周部47の最外径Ｄは、８０～１５０ｍｍで、好ましくは８５～１０
０ｍｍであり、具体的な一例としては９０ｍｍ程度である。また、金属製カバー32の外周
部47の高さｈは、５～２５ｍｍで、好ましくは１０～２０ｍｍであり、具体的な一例とし
ては１７ｍｍ程度である。さらに、ランプ装置12への総入力電力Ｗあたりの外周部47の外
周面の面積である２π（Ｄ／２）ｈ／Ｗは２００～８００ｍｍ2／Ｗの範囲である。
【００４３】
　また、基板33は、例えば、アルミニウムなどの熱伝導性に優れた金属材料にて平盤状で
あって円盤状に形成された基板本体55を有し、この基板本体55の下面に絶縁層を介して配
線パターンが形成され、この配線パターン上に複数のチップ状ＬＥＤ素子であるＬＥＤ56
が電気的および機械的に接続配置されている。基板本体55は、金属製カバー32とこの金属
製カバー32に対してねじ止めされる反射体34との間に挟み込まれることにより、金属製カ
バー32の基板取付部49の下面に面接触状態に密着して熱伝導可能に取り付けられている。
【００４４】
　ＬＥＤ56は、金属製カバー32の中心点Ｏを中心とする周方向に沿って、基板本体55上に
複数個（図２は６個の場合、図３は７個の場合をそれぞれ示す）実装されているとともに
、ＬＥＤ56の中心が金属製カバー32の最外縁から中心側に（Ｄ／２）／３以上離れ、かつ
金属製カバーの中心から外縁側に（Ｄ／２）／４以上離れた範囲ｓ内に実装されている。
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【００４５】
　また、反射体34は、例えば、合成樹脂材料にて形成され、表面が白色ある鏡面などの反
射効率の高い反射面に形成されている。反射体34の周辺部には円筒状の枠部58が形成され
、この枠部58の内側に各ＬＥＤ56毎に仕切る仕切部59が放射状に形成されている。これら
枠部58と仕切部59とで各ＬＥＤ56毎に仕切られた内側には、ＬＥＤ56が挿通する開口部60
、およびＬＥＤ56に対向してＬＥＤ56からの光を配光に応じた所望の方向へ反射させる反
射面61が形成されている。
【００４６】
　反射体34は、基板33を介在して金属製カバー32の下面に配置され、取付ねじ52が金属製
カバー32の上面側から取付孔49aを通じて反射体34の中心部に螺着されることにより、金
属製カバー32に締め付け固定されている。この反射体34を金属製カバー32に締め付け固定
することにより、反射体34と金属製カバー32との間に基板33を挟み込んで、基板33を金属
製カバー32の基板取付部49に密着させている。
【００４７】
　また、透光性カバー35は、透光性を有する透明あるいは光拡散性を有する合成樹脂材料
にて形成されている。透光性カバー35は、円板状の前面部63と、この前面部63の周辺部に
設けられた円筒状の側面部64を有し、側面部64には金属製カバー32の外周部47の内側に嵌
合するとともに接着剤を用いて接着固定される嵌合部65が形成されている。
【００４８】
　また、点灯装置36は、図示しないが回路基板およびこの回路基板に実装された複数の点
灯回路部品を有し、口金ケース38の突出部41の内側に配置されている。点灯装置36の電源
入力部と一対のランプピン39とが図示しないリード線で電気的に接続され、金属製カバー
32の配線孔49bを通じて点灯装置36の出力部と基板33とが図示しないリード線で電気的に
接続されている。
【００４９】
　そうして、このように構成されたランプ装置12をソケット装置11に装着するには、ラン
プ装置12の各ランプピン39をソケット装置11の各接続孔25の拡径部26に下方から挿入した
後、ランプ装置12を装着方向へ回動させて、各ランプピン39を各拡径部26から各接続孔25
に移動させることにより、各ランプピン39がソケット装置11の受金に電気的に接触される
とともに、各ランプピン39の径大部45が各接続孔25の縁部に引っ掛かり、ランプ装置12を
ソケット装置11に装着できる。
【００５０】
　ランプ装置12をソケット装置11に装着した状態では、ランプ装置12の突出部41がソケッ
ト装置11の挿通孔22に挿入される。このとき、突出部41の端面や金属製カバー32が図示し
ない器具本体に熱伝導可能に密着するようにすれば、ランプ装置12の熱を器具本体へ逃す
ことができる。
【００５１】
　また、ランプ装置12のＬＥＤ56の点灯時においては、ＬＥＤ56の発生する熱が基板33か
ら金属製カバー32の基板取付部49に、さらにこの基板取付部49から外周部47に熱伝導され
る。この金属製カバー32の外周部47に熱伝導された熱は、外周部47の外周面から大気中へ
効率よく放熱される。特に、外周部47に放熱フィン48を設けているため、外周部の表面積
が平面に比べて増加し、放熱効率を向上できる。なお、放熱性能が満足するものであれば
、外周部47には放熱フィン48を設けず、平坦な側面としてもよい。
【００５２】
　そして、ランプ装置12では、ＬＥＤ56が実装された基板33が熱的に接触する金属製カバ
ー32を用い、この金属製カバー32を、最外径Ｄが８０～１５０ｍｍであって、好ましくは
８５～１００ｍｍであり、高さｈが５～２５ｍｍであって、好ましくは１０～２０ｍｍの
略円筒状であり、総入力電力Ｗあたりの外周面の面積である２π（Ｄ／２）ｈ／Ｗが２０
０～８００ｍｍ2／Ｗの範囲としている。
【００５３】
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　金属製カバー32の最外径Ｄが８０ｍｍより小さいと、金属製カバー32の外周面47に十分
な放熱面積が確保されず、また、１５０ｍｍより大きいと、ランプ装置12が大形化してし
まう。
【００５４】
　金属製カバー32の高さｈが５ｍｍより薄いと、金属製カバー32の外周面47に十分な放熱
面積が確保されず、着脱操作もしにくくなり、また、２５ｍｍより厚いと、ランプ装置12
の薄形化を実現できない。
【００５５】
　図５(a)に示すように、ランプ装置12への総入力電力Ｗあたりの金属製カバー32の外周
部47の外周面の面積である２π（Ｄ／２）ｈ／Ｗが２００ｍｍ2／Ｗより小さいと、金属
製カバー32の十分な放熱性能が得られず、ＬＥＤ56の許容温度Ｔ0を超えてしまった。ま
た、８００ｍｍ2／Ｗより大きくすると、ランプ装置12の外径寸法または高さ寸法が大き
くなり、ランプ装置12が大形化してしまい、ランプ装置12の外観評価試験（図５(a)中、
可は○、不可は×を示す）で不可となった。
【００５６】
　したがって、ランプ装置12では、ＬＥＤ56が実装された基板33が熱的に接触する金属製
カバー32を用い、この金属製カバー32を、最外径Ｄが８０～１５０ｍｍであって、好まし
くは８５～１００ｍｍであり、高さｈが５～２５ｍｍであって、好ましくは１０～２０ｍ
ｍの略円筒状であり、総入力電力Ｗあたりの外周面の面積である２π（Ｄ／２）ｈ／Ｗが
２００～８００ｍｍ2／Ｗの範囲とすることにより、光源としてＬＥＤ56を用いる場合に
必要な放熱性を確保でき、ＬＥＤ56が短寿命となったり、ランプ装置12が大形化すること
がない、適切なＬＥＤ56と金属製カバー32との関係を規定できる。
【００５７】
　ランプ装置12は、ＬＥＤ56が実装された基板33が熱的に接触する金属製カバー32を用い
、この金属製カバー32を最外径Ｄが８０～１５０ｍｍの略円筒状とし、ＬＥＤ56を金属製
カバー32の中心点Ｏを中心として周方向に複数個実装するとともに、ＬＥＤ56の中心が金
属製カバー32の最外縁から中心側に（Ｄ／２）／３以上離れ、かつ金属製カバー32の中心
から外縁側に（Ｄ／２）／４以上離れた範囲Ｓ内に実装し、総入力電力Ｗが５～２０Ｗの
範囲で基板33に実装されたＬＥＤ56を点灯させる。
【００５８】
　この場合にも、金属製カバー32の最外径Ｄが８０ｍｍより小さいと、金属製カバー32の
外周面47に十分な放熱面積が確保されず、また、１５０ｍｍより大きいと、ランプ装置12
が大形化してしまう。
【００５９】
　図５(b)に示すように、ＬＥＤ56の中心が、金属製カバー32の最外縁（Ｄ／２）から中
心側に（Ｄ／２）／３以上離れず、金属製カバー32の外縁側に位置すると、放熱的には有
利だが、金属製カバー32の中心部の輝度が低下してしまい、ランプ装置12としての輝度む
らが発生しやすくなり、ランプ装置12の輝度むら評価試験（図５(b)中、可は○、不可は
×を示す）で不可となった。また、金属製カバー32の中心Ｏから外縁側に（Ｄ／２）／４
以上離れず、金属製カバー32の中心側に位置すると、ＬＥＤ56同士の距離が短くなって互
いの熱影響によってＬＥＤ56の温度が上昇しやすく、さらに、金属製カバー32の外縁との
距離が長く、放熱性が低下して十分な放熱性能が得られず、ＬＥＤ56の許容温度Ｔ0を超
えてしまった。
【００６０】
　したがって、ランプ装置では、ＬＥＤ56が実装された基板33が熱的に接触する金属製カ
バー32を用い、この金属製のカバー32を最外径Ｄが８０～１５０ｍｍの略円筒状とし、Ｌ
ＥＤ56を金属製カバー32の中心点Ｏを中心として周方向に複数個実装するとともに、ＬＥ
Ｄ56の中心が金属製カバー32の最外縁から中心側に（Ｄ／２）／３以上離れ、かつ金属製
カバー32の中心から外縁側に（Ｄ／２）／４以上離れた範囲内に実装し、総入力電力Ｗが
５～２０Ｗの範囲で基板33に実装されたＬＥＤ56を点灯させるため、光源としてＬＥＤ56
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を用いる場合に必要な放熱性を確保できるとともに、ランプ装置12が大形化することがな
く、さらに輝度むらの発生も抑えることができ、適切なＬＥＤ56と金属製カバー32との関
係を規定できる。
【００６１】
　次に、図６に第２の実施の形態を示す。図６はランプ装置の断面図である。
【００６２】
　ランプ装置12の内部に感温素子71が配置される。感温素子71の位置は、金属製カバー32
の基板取付部49の基板33が取り付けられる面とは反対側の面としている。
【００６３】
　点灯装置36は、感温素子71が感知する内部温度に応じてＬＥＤ56への出力を制御する。
すなわち、感温素子71が感知する内部温度が予め設定された基準温度より低ければ所定の
出力でＬＥＤ56を点灯させ、基準温度より高ければ所定の出力より低い出力でＬＥＤ56を
点灯させる。
【００６４】
　このように、感温素子71が感知するランプ装置12の内部温度に応じてＬＥＤ56への出力
を制御することにより、ランプ装置12の雰囲気温度の上昇などによってランプ装置12の内
部温度が上昇し、ＬＥＤ56の温度が通常の範囲を超えて異常に上昇するのを防止し、ＬＥ
Ｄ56の寿命を長くできる。
【００６５】
　次に、図７に第３の実施の形態を示す。図７はランプ装置の断面図である。
【００６６】
　図６の第２の実施の形態と同様に、感温素子71を用いて制御するが、感温素子71の位置
を点灯装置36が配置される口金31内とする。
【００６７】
　これにより、ＬＥＤ56の熱を受けた点灯装置36の温度が通常の範囲を超えて異常に上昇
するのを防止し、ＬＥＤ56および点灯装置36の寿命を長くできる。
【００６８】
　次に、図８に第４の実施の形態を示す。図８はランプ装置の断面図である。
【００６９】
　金属製カバー32の口金側空間部50にファン73が配置され、金属製カバー32にはファン73
による送風で空気が通気するスリット状の複数の通気孔74が設けられている。
【００７０】
　そして、ファン73により、金属製カバー32内の熱気を通気孔74から外部に排気し、外部
の温度の低い空気を金属製カバー32内に取り込むとともに、金属製カバー32を強制冷却す
るため、金属製カバー32からの放熱性能を向上できる。そのため、例えば、照明器具がダ
ウンライトなどで器具内に熱がこもりやすい場合に、自然対流では金属製カバー32から放
熱性が低下する場合には、この強制冷却によって放熱性を確保できる。
【００７１】
　次に、図９に第５の実施の形態を示す。図９(a)はランプ装置を器具本体に取り付ける
過程の断面図、図９(b)はランプ装置を器具本体に取り付けた断面図である。
【００７２】
　ランプ装置12は、反射体34および透光性カバー35が無い基板33が露出するタイプである
。金属製カバー32の上面周辺部および下面周辺部には、器具側と接触する接触部81が設け
られている。
【００７３】
　照明器具は、例えばダウンライトで、器具本体82およびこの器具本体82に取り付けられ
る図示しない円筒状の反射板を備えている。
【００７４】
　器具本体82は、ランプ装置12が取り付けられるランプ取付部83、および反射板が取り付
けられる反射板取付部84を備えている。
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【００７５】
　ランプ取付部83には、金属製カバー32の上面周辺部の接触部81が熱伝導可能に接触する
ようにランプ装置12が取り付けられている。
【００７６】
　反射板取付部84は、複数に周方向に分割されており、それぞれがランプ取付部83に対し
てばね状蝶番85によって互いに開閉可能に設けられている。そして、図９(a)に示すよう
に、複数の反射板取付部84を外側に開くことにより、ランプ装置12をランプ取付部83に取
り付けことができ、また、ランプ装置12の取付後には、図９(b)に示すように、複数の反
射板取付部84を中心側に閉じることにより、複数の反射板取付部84が金属製カバー32の下
面周辺部の接触部81に熱伝導可能に接触し、さらに、複数の反射板取付部84に金属製の反
射板が取り付けられる。
【００７７】
　そして、組立状態では、ランプ装置12の金属製カバー32と金属製の器具本体82と金属製
の反射板とが熱伝導可能に接触し、ランプ装置12が発生する熱を器具本体82や反射板に伝
達して放熱できる。
【符号の説明】
【００７８】
　12　　ランプ装置
　31　　口金
　32　　金属製カバー
　33　　基板
　36　　点灯装置
　47　　外周部
　48　　放熱フィン
　49　　基板取付部
　50　　口金側空間部
　56　　ＬＥＤ
　71　　感温素子
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